The Innovation of Operations Mode for PCB Design Enterprise and Its Effects on the Industrial Competitiveness in Future by 连捷
学校编码：10384                                 分类号_______密级 ______ 





硕  士  学  位  论  文 
PCB 设计企业的运作管理模式变革 
以及对未来产业竞争的影响 
The Innovation of Operations Mode for PCB Design 
Enterprise and Its Effects on the Industrial 
Competitiveness in Future 
连  捷 
指导教师姓名： 刘 震 宇 教授
专 业 名 称： 工商管理（MBA）
论文提交日期： 2 0 0 8 年 5 月
论文答辩日期： 2 0 0 8 年   月
学位授予日期： 2 0 0 8 年   月
 
答辩委员会主席：           
评    阅    人：           
 




































                         声明人（签名）： 























  1、保密（  ），在   年解密后适用本授权书。 




作者签名：      日期：  年 月 日 










































第一章 简单介绍 PCB 设计的定义，并从“发展历史”、“业务范畴”、“企业架构”
几个方面介绍了笔者所在 PCB 设计公司的情况，作为本文的具体案例引出。 
第二章 从分析世界和中国的 PCB 产业现状入手，深入剖析了笔者所在的公司的
内外优势和内外危机，并提出了设计流程的再造方案以适应竞争需求。该方案与下
文的产业链整合的过程一起，成为提升 PCB 设计企业价值链的重要策略。 
第三章和第四章 主要分析了公司的运营模式为开拓国内市场所作的改变，分别
从两个方面加以研究：一是公司为适应市场开拓的需求，所作的公司架构的调整；























The printed circuit is the main carrier of electronic component and the very important 
foundation for all electronic products. In recent years, the electronic industry in our 
country is in the time of development of high speed and the electronic products also 
transform from the traditional analog circuit to the personal digital products with high 
density, high frequency, high precision and some industrial highly integrated control PCB. 
However, it is undeniable that the whole industrial chain of PCB is facing the status of 
fierce competition and the rapid decrease profit.  
As one important link of EMS（Electronic Manufacturing Services），PCB designing 
also faces the opportunity of which the rapid development of electronics industry, the 
increasing of domestic consumption level of electronic products and the challenges of 
which the competition in the EMS is increasing.. The PCB design enterprises need in 
addition to improve their own technical level, introduce the stronger design platform in 
order to meet the demand of high-speed development of technology of the electronic 
industry, the more important is, they should seek the innovation of management style, 
business and operation mode from their own situation and through an analysis of the 
enterprise’s value chain. They should also promote their own competition advantage and 
seek the different competition route constantly. 
For the PCB design enterprises, there are two aspects to achieve these goals: 
The first, they should carry on the reform to their own design procedure and insert 
the new process with the high-added value into the traditional one flexibly. For this, they 
can not only increase all the cooperation degree among the various departments in the 
enterprise, but also greatly increase the competitiveness of the PCB design enterprises in 
the whole EMS chain. 
The second, after the integration of upstream and downstream of PCB industry 
supply chain, they will complete the operation strategic transformation of the domestic 
PCB design enterprises. “The dynamic strategic alliance” would come to realize. Because 
of the alliance, the whole industry chain can share all about the technique and information 
and realize the result of “multi-win” from cooperating finally. 
The text consists of five charters altogether: 

















design enterprise, the company where the author stays will be introduced from several 
aspects about “developing history”, ”business category ”, “structure of company”. 
In chapter 2, we have analyzed internal and external advantages of the company 
where author stays, accompanied by internal and external crises thoroughly from 
analyzing the PCB industry current situations of world and China. And we also put 
forward the scheme of transforming of designing procedure in order to meet the 
competition demand. The scheme will be the important strategy which promotes the value 
chain of PCB design enterprise. 
The chapter 3 and 4, we mainly analyze the operation mode change that opens up the 
domestic market. We research it from two aspects: the first is that the company carries on 
the adjustment of the corporate structure for the demand which meets market exploring. 
The second is that we cooperate with upstream and downstream EMS to open up the high 
value-added sectors in PCB design value chain. 
The chapter 5, summarizes the full text, brings out the related conclusion that the 
revolution of operation mode in PCB design enterprise have an important influence on 
promoting the industry value-added chain and promoting the enterprise’s competitiveness. 
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第一章  概 述 









笔者所在的公司，正是这样一家 PCB 设计公司。 
一、 PCB 产业分布地域状况 
以全球电路板生产现况来看，2006 年全球 PCB 产值突破 450 亿美元。2006 年，
中国大陆 PCB 成长率达 17.9%，高于全球的平均增长率。2006 年之前，日本一直是
世界 大的 PCB 设计和制造地。而 2006 年以后，中国大陆则取代了日本，成为全球
PCB 大的制造地，在全球的市场占有率超过了 25%，而其中约有 4成的产值，为台
资企业所贡献。且在 2007-2008 短短两年中，这一比值可能突破 50%。有专家预测，
2008 年，全球 PCB 产值预计将达到 460 亿美元。中国约占全球总产值的 28%，年成




表 1：对世界主要国家和地区的 PCB 产值的统计和预测      单位：亿美元 
主要 PCB 生产的国家、地区   2004 年  2005 年  2006 年  2007 年  2008 年  2009 年 
中国内地                    77.60   89.24   101.29   114.96   129.91  144.98 
日本                        96.77   95.80   100.59   106.29   112.67  119.43 
亚洲（不含中国内地、日本）  113.43  119.94  134.16   144.03   152.93  160.47 
欧洲                        42.72   39.32   39.79    40.82    42.25   43.51 
北美                        53.59   51.02   51.02    51.73    52.76   54.34 
总计                        384.13  395.32  426.85   457.83   489.98  522.73 
中国内地 PCB 产值增长率      20.2%   22.6%   23.7%    25.1%    26.5%   27.7 % 
资料来源：祝大同著.“大陆以外厂家在我国投资建立 PCB 企业的现状与分析（上下）” [J].《印制电路信息》，
2004 年 8、9 期。 
                                                        



















的越发完善，从原理研发到 PCB design 到加工制造， 后组装成为成品，直至进入
销售渠道，一条完整地 PCB 产业链已经形成，这给 PCB 企业带来了广阔的市场空间。
尤其是 PCB 产业是一个强烈的向下拉动的产业，它随着下游的终端产品如消费电子、
计算机、手机、汽车电子等需求带动。这些产业本身在中国释放出巨大的市场容量，
使得全球的 PCB 产业链不断向中国渗透，从 PCB 设备、材料到产品也不断加快向中
国市场转移步伐。从这个角度来说“消费决定生产”，则中国未来巨大的消费市场潜
力，使得未来数年之内全球 PCB 整个产业链条的重心仍然在中国。 
以制造加工上游的 PCB 设计方面来阐述：目前国内 PCB 设计公司大大小小、林
林总总已经多达数千家，分别集中在北京、广东（深圳、东莞为多）、上海。而这一








高端的 PCB 设计，则基本上由大公司或具体而言是跨国大公司的 PCB 设计部门
担任，只有部分设计订单或因为密度过高、难度太大，或因为设计交期过紧，交与




































层之间，pin 数在 8000 左右并且大量采用价格昂贵的盲埋孔（也叫内导通孔 IVH）
钻孔工艺。这些盲埋孔的孔径也从 50μm～80μm 降到 30μm，孔径精度和导通孔位
置精度提高到±15μm。 
另外，这个板级的 PCB，由于大量采用 CSP 和 FC 的封装技术，线宽/间距已经逐
渐缩小到 3mils/3mils，布线中心距为 6mils，导体厚度小于 0.5mil。这类型的板子
已经有相当高的集成度，PCB 的阻抗匹配已成为重要问题，根据信号速度和布线长度
不同，要求失真降到 10%或 5%以下，甚至 3%以下，EMC/EMI 已经成为不可忽略的重
要问题，需要大量经验丰富的相关工程师进行电磁干扰检测和信号完整型分析。上
文已经提过，目前能够进行这个级别的板型设计的，只有国内少数专业 PCB 设计公
司和一些大公司的 PCB 设计部门才能够完成。 
对于笔者所在的公司而言，这个级别的 PCB 板是近年来我们的主要盈利点。从








                                                        































图 2：2008 北美 PCB 设计展上的产品，由 Palpilot 公司完成 PCB 设计端工作 
    
图表来源：笔者北美同事提供 
 
图 2 是高端 FPGA 系统开发板，支持多达 14 颗 Xilinx 公司的 Virtex 4 LX 系列
FPGA和2颗Virtex 4 FX系列FPGA，FPGA之间通过LVDS总线相连，片内已集成SERDES
模块，整板支持 4个独立的 DDR2 信道，每信道 大容量为 4G，同时也支持 QDR，FLASH，
SSRAM 等，每片 FPGA 内置两个 PowerPC 内核，用户接口有 USB2.0 和 RS232。这类型
的板是目前 新一代高速高密板的典型代表。 
目前，这种高端级别的板子，大多采用 MCM（多芯片模块，上图中北美电脑展上























第二节  Palpilot 公司情况介绍 
一、 Palpilot 公司的发展历史和现今规模 
凌钜电脑公司（PalPilot ENTERPRISE CO, LTD）成立于 1988 年，是一家从事
PCB 设计的专业公司。公司主要为世界一线的 OED 与 ODM 厂商（譬如：广达、华宇、
技嘉、立瑞、鸿海、富士通、Dell、IBM 等）提供专业、及时的 PCB 设计服务。公司
的发展历史分为以下几个阶段： 
1988 年，PalPilot 公司在中国台北成立，开始了以 Allegro 专业设计软件为平
台，面对 ODM 的 PCB 设计服务，主要业务是高密度主机板的快速手工 routing 设计。 
90 年代初，PalPilot 公司业务范围从台北向北美扩张，并在加州的 San Jose
成立了我们的第一个海外总部。 
1994 年 8 月，PalPilot（福州）公司成立，从此福州公司在 94 年至今的岁月中，
一直是公司国内部的 Layout 设计业务的主力军，并在将近 15 年的运作过程中，形





Mutualtek 与 Plotech。02-03 年，实现盈利 2300 万美元。 
2003 年开始，公司开发了 Zuken 部门，并与日本 Ontec 公司签订长期合作协议。
至此，公司正式进入日本市场，开辟了亚洲市场战略的另一战线。 
2005 年，公司在中国海南投资了 PCB 的制造工厂，开始生产 2、4、6、8 层的






























 高速/高密 PCB 板互联设计； 
 单板 EMC/EMI（电磁兼容与电磁干扰）设计、测试、咨询； 
 PCB 信号完整性分析（SI） 
 PCB 样板组装、批量加工、咨询 
 封装库管理、咨询 
 项目成本控制，缩短时间方案咨询 
 PCB 的可制造性、可测试性咨询 
至于公司的在设计过程中所接触到、服务到的产品，其门类更是设计到电子产
品几乎所有的门类，从整机类的 Notebook、PC、小型便携式 PC、工业 PC、工作站、
网路板、PDA、手机；到插卡类的 flash、数据采集卡、液晶电视板卡、button board、



















Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
厦
门
大
学
博
硕
士
论
文
摘
要
库
